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MOSFETs (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)
als klassische Leistungsschalter auf Siliziumbasis néhern sich der
Grenze ihrer theoretischen Performance. Aber bei hoher Effizienz
und kompakter Baugrofe ist noch Potenzial vorhanden
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Ein optimiertes Druckverfahren erméglicht jetzt mageschneiderte
Organische Elektronik, die als vielversprechender Zukunftsmark gilt
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Als Spezialist fiir die Mikromaterialbearbeitung mit dem
Laser ist die LaserMicronics GmbH an vielen interessan-
ten Projekten beteiligt. Das Titelbild zeigt die doppelseitig
strukturierte LDS-Fingerkuppe der gefiihlvollen Roboter-

Die Fachzeitschrift PLUS
ist das Organ folgender

Fachverbande:
PN Fachverband Bauelemente 1
& FBDi ... Distribution e.. 1356

Tel. +49 (0) 8563 9788908
w.ziehfuss@fodi.de, www.fbdi.de J

FED

Fachverband Elektronik-Design e.V. W
Tel. +49/30/8349059 1368
info@fed.de, www.fed.de )

=

ZVEl:

Die Elektroindustrie

ZVEI:

Die Elektroindustrie

European Interconnect
Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281
eiti@zvei.org, www.eiti.org

Fachverband Electronic
Components and Systems 1386
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB

and Electronic Systems

Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

)

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e.V. 1419
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

Forschungsvereinigung W
Raumliche Elektronische

M]D Baugruppen 3-D MID e.V. 1428
Tel. +49/911/5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
fur SchweiBen und

verwandte Verfahren e.V.

Tel. +49/211/1591-0 1454
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1308 PLUS 7/2015



